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と異なる可能性があります。 
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営業外収益（為替差益）の減少並びに 
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 

 
2023年３月期第３四半期連結累計期間において、営業外収益（為替差益）の減少及び最近の業績動向を踏ま

え、2022年11月８日に公表いたしました、2023年３月期の通期連結業績予想及び配当予想につきまして、下記のとおり

修正することといたしましたので、お知らせいたします。 

記  

１．営業外収益（為替差益）の減少について 

   2023 年 3 月期第２四半期連結累計期間において、為替差益９億 82 百万円を営業外収益に計上いたしました

が、その後の急速な為替相場の変動に伴い、2023 年 3 月期第３四半期連結累計期間における為替差益は 5 億 12

百万円減少し、4 億 70 百万円となりました。これは主に外貨建資産の換算差損等が発生したことによるものであり、今後

の為替相場の状況により変動いたします。 

 

２．業績予想について 

(1)2023年３月期通期連結業績予想値の修正（2022年４月１日～2023年３月31日）  

 
売 上 高 営業利益  経常利益  

親会社株主に 
帰属する 

当期純利益  

１株当たり 
当期純利益  

 百万円  百万円  百万円  百万円  円  銭  

前回発表予想（Ａ）  24,400 100 1,250 2,300 77.52 
今回修正予想（Ｂ）  25,100 300 800 1,850 62.35 
増減額（Ｂ）－（Ａ）  700 200 ▲450 ▲450 －  
増減率（％）  2.9 200.0 ▲36.0 ▲19.6 －  
（ご参考）前期実績  20,040 568 1,384 605 20.41 

 

(2)業績予想修正の理由  

前回（2022年11月８日）の業績予想開示時点以降、半導体等の電子部材の入手状況は、未だ一部を除き改

善が見られませんが、市場流通部材等の代替部材の確保により、生産数量の拡大に努めた結果、前回発表予想より、売

上高、営業利益はともに増加する見込みであります。一方、為替相場の変動に伴う為替差益の減少により、経常利益及

び親会社株主に帰属する当期純利益については、減少することが見込まれます。 

 

 

 



（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値
と異なる可能性があります。 

 

 

3．配当予想について 

(1)2023年３月期配当予想  
 年間配当金  
 第２四半期末  期末  合計  
 円  銭  円  銭  円  銭  

前回予想（2022年８月３日発表）  3.00 5.00 8.00 

今回修正予想  3.00 7.00 10.00 

当期実績（2023年３月期）  3.00 - - 

前期実績（2022年３月期）  0.00 5.00 5.00 

(2)配当予想修正の理由  

2023 年 3 月期の期末配当予想につきましては、上記の通期連結業績予想値の修正や今後の事業環境の見通しなどを

総合的に勘案した結果、期末配当予想を 1 株あたり 5 円から 7 円に修正いたします。 
 

以  上  


